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© Bei einem Verfahren zum Befestigen eines Chip- 
moduls (2) auf einer aus Kunststoff bestehenden 
Chipkarte (1), bei dem der glasfaserverstSrkte Kunst- 
stofftrager (3) des Chipmoduls (2) auf einer auf der 
Chipkarte vorgegebenen Stelle befestigt wird. soli 
die Haftfestigkeit des Chipmoduls (2) auf der Chip- 
karte (1) verbessert werden. Vor dem Befestigen des 
Chipmoduls (2) wird die Oberflache des glasfaser- 
verstarkten KunststofftrSgers (3) so bearbeitet, dafl 
eine Oberflache mit erhShter Rauhtiefe gebildet 
wird. 

Das erfindungsgemSBe Verfahren findet insbe- 
sondere beim Einkleben von Chipmodulen in Chip- 
karten Anwendung. 
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Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Befe- 
stigen eines Chipmoduls auf einer aus Kunststoff 
bestehenden Chipkarte, bei dem der glasfaserver- 
starkte KunststofftrSger des Chipmoduls auf einer 
auf der Chipkarte vorgegebenen Stelle befestigt 
wird. 

Chipkarten sind bekanntiich einen program- 
mierbaren Halbleiterspeicherchip bzw. Chipmodul, 
beispielsweise ein EEPROM, enthaltende und da- 
mit program mierbare Kunststoffkarten. Solche 
Chipkarten werden beispielsweise als Wertkarten 
fUr den bargeldiosen Zahlungsverkehr verwendet. 
Sie kdnnen aber beispielsweise auch als Ausweis- 
bzw. Identitatskarten zur Bedienung von Zugangs- 
kontroltsystemen benutzt werden. 

Bei den verwendeten Chipmodulen sind die 
Halbleiterchips auf einem zweckmaflig aus einem 
glasfaserverstarkten Kunststoff bestehenden TrM- 
gerband beispielsweise durch Kleben befestigt und 
gebondet, d. h. die KontaktflMchen der Chips sind 
schon z. B. mittels GolddrShten mit den auf dem 
TrSgerband befind lichen Leiterbahnen verbunden, 
die beispielsweise aus Kupfer bestehen. Der kon- 
taktierte Halbleiterchip ist mit einer beispielsweise 
kalottenffSrmigen Schutzschicht bzw. Schutzabdek- 
kung versehen. Diese Schutzabdeqkung umschlieBt 
auch die am Halbleiterchip angebrachten GolddrSh- 
te. Die Halbleiterchips mit ihren Schutzabdeckun- 
gen werden dann aus dem TrSgerband beispiels- 
weise durch Ausstanzen vereinzelt, so dafl einzel- 
ne, jeweils einen glasfaserverstarkten Kunststofftra- 
ger aufweisende Chipmodule gebildet werden. 

Als Material (Or die Chipkarten wird beispiels- 
weise ein thermoplastischer Kunststoff verwendet. 
Solche zweckmdfiig genormte Chipkarten sind ro- 
bust gegen mechanische Beanspruchung und st5- 
rende umgebungsbedingte EinflUsse. Allerdings 
gibt es Haftprobleme mit den auf die Chipkarten an 
(der Norm entsprechend) vorgegebenen Stelten 
aufgeklebten Chipmodulen. Denn insbesondere bei 
Durchbiegungen der zweckmafiig elastischen Chip- 
karte kann sich die Klebeverbindung und damit der 
Chipmodul von der Karte Idsen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, bei 
einem Verfahren zum Befestigen eines Chipmoduls 
auf einer Chipkarte die Haftfestigkeit so zu verbes- 
sern, daB eine stabile und dauerhafte Verbindung 
von Chipmodul und Chipkarte erreicht wird. 

Diese Aufgabe wird bei einem Verfahren der 
eingangs genannten Art erfindungsgemSB dadurch 
ge!5st t dafl vor dem Befestigen des Chipmoduls 
die Oberfiache des glasfaserverstarkten Kunststoff- 
trMgers so bearbeitet wird, daB eine Oberfiache mit 
erhdhter Rauhtiefe gebildet wird. 

Das Bearbeiten der Oberfiache des glasfaser- 
verstarkten KunststofftrMgers laflt sich in vorteilhaf- 
ter Weise noch so intensivieren, daB die Struktur 
des Glasfasergewebes freigelegt werden kann. 



Das Bearbeiten der Oberfiache des glasfaser- 
stSrkten KunststofftrMgers wird vorzugsweise durch 
Laserstrahlung vorgenommen. Der KunststofftrMger 
des Chipmoduls wird auf der Chipkarte zweckmS- 

s Big durch Kleben befestigt. Die Auswahl eines ge- 
eigneten Klebers ist dabei von dem fOr die Chip- 
karte verwendeten Kunststoff und von dem Material 
abhangig, das fUr den glasfaserverstarkten Kunst- 
stofftrSger des Chipmoduls verwendet wird. Selbst- 

70 verstSndlich wird fUr die Klebeverbindung bzw. Be- 
festigung des Chipmoduls mit der Chipkarte ein 
Kleber, vorzugsweise auf Epoxidharzbasis, verwen- 
det, der fOr die zu verbindenden Teile optimate 
Klebeeigenschaften besitzt. 

is Es kann aber auch vorteiihaft sein, sofem es 
das Material der Chipkarte als auch der verwendete 
Chipmodul zuiaBt, den Chipmodul mit seinem 
KunststofftrSger auf der vorgegebenen Stelle der 
Chipkarte thermisch einzubringen bzw. zu befesti- 

20 gen. Diese Befestigungsvariante ist dem Kleben 
besonders dann vorzuziehen, wenn ChipmodultrM- 
gerteil und Chipkarte aus ahnlichem Oder sogar 
gleichem Kunststoffmaterial bestehen. UnabhSngig 
von der Befestigungsart, allerdings besonders vor- 

25 teilhaft, ist es, wenn beim Lasern das Abtragen 
bzw. Aufrauhen der OberflSche des glasfaserver- 
stakten Kunststofftragers durch "Punkten" ge- 
schieht. 

Die mit der Erfindung erzielten Vorteile beste- 

30 hen insbesondere darin, daB durch das Abtragen 
der Kunststoffoberfiache des Chipmodultragerteils 
eine Oberfiache mit erhdhter Rauhtiefe geschaffen 
bzw. bei starkerem Abtrag die Struktur des Glasfa- 
sergewebes freigelegt wird. Damit wird zum einen 

35 erreicht, daB der relativ schlechte Adhasionspart- 
ner, namlich das Tragermaterial, beispielsweise 
Epoxidharz, oberfiachlich teilweise entfernt wird. 
Zum anderen wird die Oberfiache des Kunststoff- 
tragers aufgerauht bzw. die Gewebestruktur freige- 

40 legt und damit insbesondere bei der Verwendung 
eines Klebers zum Befestigen eine bessere Veran- 
kerung des Klebers erreicht. Von weiterem Vortetl 
ist, daB sogar ein Befestigen des Chipmoduls in 
der Chipkarte durch einfaches thermisches Einbrin- 

45 gen ermBglicht wird. 

Anhand eines in der Rgur der Zetchnung rein 
schematisch dargesteliten AusfOhrungsbeispiets 
wird die Erfindung im folgenden richer eriautert. 
In der Rgur ist eine Draufsicht auf einen Aus- 

50 schnitt des Toils der Chipkarte 1 dargestellt, an der 
die Stelle vorgesehen ist, an der der Chipmodul 2, 
beispielsweise ein programmierbarer Speichermo- 
dul (z.B. E 2 PROM) , befestigt wird. Die Chipkarte 1 
besteht aus einem Kunststoff, beispielsweise einem 

55 Epoxidharz. Eine solche Chipkarte 1 ist zweckma- 
Big ein genormtes Toil und hat beispielsweise eine 
Dicke von 0,76mm. Auch die Befestigungsstelle fUr 
den Chipmodul 2 ist auf der Chipkarte 1 vorgege- 
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ben. Die Chipkarte 1 ist ats Ausweis-, IdentitSts- 
oder Wertkarte automatengerecht. 

Der Chipmodu! 2 umfaBt den dargestellten 
Halbleiterchip 2 mit seiner Abdeckung 4 und das 
Tragerteil 3, das aus einem glasfaserverstarkten 
Kunststoff besteht. Die aus einem Kunststoff beste* 
hende Abdeckung 4 ist kalottenfQrmig ausgebildet 
und umschlieflt den Halbleiterchip 2 aul dem 
KunststofftrSger 3 kreisftfrmig. Der Bereich des 
KunststofftrSgers 3, der auBerhalb der Abdeckung 
4 liegt, bildet die zu bearbeitende OberflSche des 
KunststofftrSgers 3. Vor dem Befestigen des Chip- 
moduls 2 an der vorgegebenen Stelle der Chipkar- 
te 1 wird die OberflSche des glasfaserverstarkten 
KunststofftrSgers 3 des Chipsmoduls 2 so bearbei- 
tet, daB eine Oberflache mit erhohter Rauhtiefe 
gebildet oder bei noch starkerem Abtrag die Struk- 
tur des Glasfasergewebes freigelegt wird. Das Ab- 
tragen bzw. Freilegen geschieht vorzugsweise mit- 
tels Laserstrahlen. ZweckmSBig wird ein leistungs- 
fShiger Gaslaser, beispielsweise ein CCVLaser als 
Laserstrahlungsquelle verwendet. Das Bearbeiten 
des KunststofftrSgers 3 mittels Laserstrahlung kann 
beispielsweise durch Laserscannen oder unter Zwi- 
schenschaltung eines Beugungsgitters durchge- 
fUhrt warden. Die Befestigung des Chipmoduls 2 
auf der Chipkarte 1 wird entweder auf thermischen 
Wege oder unter Verwendung eines geeigneten 
Klebers vorgenommen. 

PatentansprUche 

1. Verfahren zum Befestigen eines Chipmoduls 
auf einer aus Kunststoff bestehenden Chipkar- 
te, bei dem der glasfaserverstSrkte Kunststoff- 
trSger des Chipmoduls auf einer auf der Chip- 
karte vorgegebenen Stelle befestigt wird, 
dadurch gekennzelchnet, daB vor dem Befe- 
stigen des Chipmoduls (2) die OberflSche des 
glasfaserverstarkten KunststofftrSgers (3) 50 
bearbeitet wird, daB eine Oberflache mit er- 
hdhter Rauhtiefe gebildet wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1 , 

dadurch gekennzelchnet, daB die Oberfla- 
che des glasfaserverstarkten KunststofftrSgers 
(3) so weit abgetragen wird, daB die Struktur 
des Glasfasergewebes freigelegt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzelchnet, daB das Bearbei- 
ten der OberflSche des glasfaserverstarkten 
KunststofftrSgers (3) durch Laserstrahlung vor- 
genommen wird. 

4. Verfahren nach einem der Ansprtiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzelchnet, daB der Kunst- 
stofftrSger (3) des Chipmoduls (2) auf der 



Chipkarte (1) durch Kleben befestigt wird. 

5. Verfahren nach einem der AnsprOche 1 bis 3, 
dadurch gekennzelchnet, daB der Kunst- 
5 stofftrSger (3) des Chipmoduls (2) auf der 

Chipkarte (1) thermisch eingebracht wird. 
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